
	



OVIS底板 PCB 设计指南
	连接器编号
	J61：1~50；J62：51~100（J62 文档编号 = BRD 物理 pin + 50）

	长度单位
	mm

	适用范围
	OVIS配套底板的 PCB 放置与布线



	总原则  所有差分和等长均按总链路处理：主板已有走线 + 连接器/串联器件 + 底板走线。底板不得只做局部等长。



1. 必须注意
限高：主板投影区严格限高；未取得明确限高值前，不得在对应区域放置高器件。器件本体、焊点和装配公差均计入高度。
[bookmark: _GoBack]时钟包地：VI_CLK、SDIO0_CLK、SD1_CLK、eMMC_CLK 包地并使用连续 GND 参考；换层处就近增加回流地孔。
等长：先完成自然走线，再在接收端附近补偿；主板已有长度必须计入，禁止只看底板局部蛇形。
差分：P/N 同层、同过孔数量和结构，保持耦合；禁止跨参考面分割、开槽或板边缺口。
间距：高速、时钟与开关节点之间保持 ≥3W；包地护线不得破坏差分阻抗或形成悬空 stub。
2. 布线限制
	接口
	阻抗
	长度限制
	等长限制
	布线重点

	MIPI RX0~5
	100 Ω differential
	总链路 ≤80 mm
	P/N ≤0.30 mm；对间 ≤1 mm
	连续 GND；少换层；组间包地

	USB2
	90 Ω ±10%
	总链路 ≤100 mm
	P/N ≤0.20 mm
	不超过2个via

	EPHY RX/TX
	单端50Ω
	尽量最短
	P/N ≤0.30 mm
	P/N 间及 TX/RX 间接地护线

	VI
	50Ω
	尽量最短
	相对 VI_CLK ≤5 mm
	CLK 包地；DATA/SYNC 等长

	SDIO0 / SD1
	50Ω
	尽量最短
	相对各自 CLK ≤5 mm
	CLK 包地；CMD/DATA 等长

	eMMC
	50Ω
	按实际支路
	通常不绕等长
	CLK 完整包地、优先内层



3. 差分信号补偿
	信号组
	P/N Pin
	主板 P
(mm)
	主板 N
(mm)
	主板 P-N
(mm)
	底板目标 P-N
(mm)
	总链路 |P-N|
(mm)

	MIPI RX0
	J61-7 / J61-9
	4.0104
	3.5258
	+0.4846
	-0.4846
	≤0.30

	MIPI RX1
	J61-14 / J61-12
	1.9454
	1.4473
	+0.4981
	-0.4981
	≤0.30

	MIPI RX2
	J61-13 / J61-15
	4.7916
	4.4053
	+0.3863
	-0.3863
	≤0.30

	MIPI RX3
	J61-18 / J61-20
	1.5202
	2.0057
	-0.4855
	+0.4855
	≤0.30

	MIPI RX4
	J61-19 / J61-21
	3.9352
	4.2243
	-0.2891
	+0.2891
	≤0.30

	MIPI RX5
	J61-24 / J61-26
	2.0264
	1.9818
	+0.0446
	-0.0446
	≤0.30

	EPHY RX
	J61-40 / J61-42
	3.2269
	3.1829
	+0.0440
	-0.0440
	≤0.30

	EPHY TX
	J61-44 / J61-46
	3.1235
	2.6553
	+0.4682
	-0.4682
	≤0.30

	USB2
	J61-3 / J61-1
	26.7305
	26.7317
	-0.0012
	+0.0012
	≤0.20



底板目标 P-N = -(主板 P-N)。正值表示底板 P 应比 N 长，负值表示 P 应比 N 短。连接器或线缆存在成对延时差时，再从该目标中扣除。
	接口
	连接器 Pin
	主板长度
	底板可用长度上限

	MIPI RX0
	J61-7 / J61-9
	3.7681
	≤76.2319 - 连接器/线缆等效长度

	MIPI RX1
	J61-14 / J61-12
	1.6964
	≤78.3037 - 连接器/线缆等效长度

	MIPI RX2
	J61-13 / J61-15
	4.5984
	≤75.4016 - 连接器/线缆等效长度

	MIPI RX3
	J61-18 / J61-20
	1.7630
	≤78.2370 - 连接器/线缆等效长度

	MIPI RX4
	J61-19 / J61-21
	4.0798
	≤75.9202 - 连接器/线缆等效长度

	MIPI RX5
	J61-24 / J61-26
	2.0041
	≤77.9959 - 连接器/线缆等效长度

	USB2
	J61-3 / J61-1
	P 26.7305 / N 26.7317
	P≤73.2695 / N≤73.2683 - 器件等效长度



4. 单端等长组
4.1 VI
	信号
	连接器 Pin
	主板 Lmain
(mm)
	主板相对 CLK
(mm)
	底板补偿目标
(mm)

	VI_CLK
	J61-25
	4.9228
	+0.0000
	-0.0000

	VI_D0
	J61-27
	3.2921
	-1.6307
	+1.6307

	VI_D1
	J61-29
	3.3535
	-1.5693
	+1.5693

	VI_D2
	J61-32
	2.8003
	-2.1225
	+2.1225

	VI_D3
	J61-31
	4.1692
	-0.7536
	+0.7536

	VI_D4
	J61-34
	2.0264
	-2.8964
	+2.8964

	VI_D5
	J61-33
	4.0652
	-0.8576
	+0.8576

	VI_D6
	J61-36
	1.9228
	-3.0000
	+3.0000

	VI_D7
	J61-35
	4.4174
	-0.5054
	+0.5054

	HSYNC
	J61-37
	3.5436
	-1.3792
	+1.3792

	VSYNC
	J61-30
	3.4496
	-1.4732
	+1.4732



以 VI_CLK 为参考；底板补偿目标 = -主板相对差值，完成后总链路组内偏差 ≤5 mm。
4.2 SDIO0
	信号
	连接器 Pin
	主板 Lmain
(mm)
	主板相对 CLK
(mm)
	底板补偿目标
(mm)

	SDIO0_CLK
	J62-82
	16.9142
	+0.0000
	-0.0000

	SDIO0_CMD
	J62-76
	18.7224
	+1.8082
	-1.8082

	SDIO0_D0
	J62-86
	17.0575
	+0.1433
	-0.1433

	SDIO0_D1
	J62-88
	18.6471
	+1.7329
	-1.7329

	SDIO0_D2
	J62-90
	15.7215
	-1.1927
	+1.1927

	SDIO0_D3
	J62-84
	15.6427
	-1.2715
	+1.2715



以 SDIO0_CLK 为参考；底板补偿目标 = -主板相对差值，完成后总链路组内偏差 ≤5 mm。
4.3 SD1
	信号
	连接器 Pin
	主板 Lmain
(mm)
	主板相对 CLK
(mm)
	底板补偿目标
(mm)

	SD1_CLK
	J62-94
	12.6758
	+0.0000
	-0.0000

	SD1_CMD
	J62-98
	14.6490
	+1.9732
	-1.9732

	SD1_D0
	J62-93
	12.9477
	+0.2719
	-0.2719

	SD1_D1
	J62-95
	13.2423
	+0.5665
	-0.5665

	SD1_D2
	J62-97
	11.0696
	-1.6062
	+1.6062

	SD1_D3
	J62-99
	12.2306
	-0.4452
	+0.4452



以 SD1_CLK 为参考；底板补偿目标 = -主板相对差值，完成后总链路组内偏差 ≤5 mm。
4.4 eMMC 实际支路
	信号
	连接器 Pin
	主板实际路径
	Lmain (mm)

	EMMC_CLK
	J62-61
	J62-61→R2438→U28
	3.8936

	EMMC_CMD
	J62-53
	J62-53→R2433→U28
	3.7038

	EMMC_D0
	J62-55
	J62-55→R2434→U28
	3.4099

	EMMC_D1
	J62-59
	J62-59→R2435→U28
	3.6322

	EMMC_D2
	J62-63
	J62-63→R2436→U28
	5.0784

	EMMC_D3
	J62-57
	J62-57→R2437→U28
	5.1100



	eMMC 注意  长度必须按 J62 经 R2433~R2438 到 U28 的完整支路计算，CLK 完整包地并优先内层。
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